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Beschrieben wird ein Verfahren zur Herstellung einer 
Chipkarte, die einen mehrschichtigen Kunststoffkarten- 
korper 1, einen in einem Chipmodul 2 angeordneten inte- 
grierten Schaltkreis und mindestens zwei wertere elektro- 
nische Bauelemente 3, 4 zum Aufbau einer interaktiven 
Chipkarte aufweist, wobei die Bauelemente und das Chip- 
modul untereinander durch auf einer Tragerschicht 8 an- 
geordnete Leiterbahnen 5, 6, 9 und an den Leiterbahnen 
angeschlossene metailische Kontaktflachen 7, 7* verbun- 
den sind. 

ErfindungsgemalS werden bei dem Verfahren uber der 
Leiterbahntragerschicht mehrere Abdeckschichten 10, 11 
aufgebracht, die zu den metallischen Kontaktflachen 7, 7' 
korrespondierende Aussparungen 15, 15\ 16' aufweisen, 
wobei durch den LaminierungsprozeB der einzelnen Kar- 
tenschichten des Kunststoffkartenkorpers 1 die metalli- 
schen Kontaktflachen 7,7* innerhalb der uber diesen an- 
geordneten Aussparungen, 15, 15', 16' der Abdeckschich- 
ten 10, 11 soweit hochgedruckt werden, bis sie an einer 
Abdeckschicht 10 oder einer Dickenausgleichsschicht 12 
zur Anlage kommen. Durch die erfindungsgernaSe Mafc- 
nahme lassen sich auf einfachste Weise dreidimensionale 
Leiterbahntragerschichten 8 aufbauen, so daft auch elek- 
tronische Bauelemente unterschiedlicher Dicke problem- 
los in einen Chipkartenkorper eingesetzt werden konnen. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft ein Verfaliren zur Herstellung einer 
Chipkarte, die einen mehrschichtigen KunststnfYkartenkor- 
per, einen in einem Chipniodul angeordneten iniegrierien 
Schaltkreis und mindestens zwei weiiere elektronische Bau- 
elemente, welche untereinander und/oder mit dem Chipnio- 
dul durch auf einer Tragerschicht angeordnete Leiterbahnen 
und an den Leiterbahnen angeschlossene metallische Kon- 
taktflachen verbunden sind, aufweist sowie eine nach dem 
gattungsgemaBen Verfahren hergestellte Chipkarte. 

Chipkarten werden in Form von Telefonkarten, Zugangs- 
berechtigungskarten, Bankkarten usw. in zunehmendem 
Umfang eingesetzt. Bei diesen Karten erfolgt die Energie- 
versorgung und der Datenaustausch der Karte mit extemen 
Geraten iiber einen Beruhrungskontakt auf direktem Wege 
oder durch eine in die Karte eingebettete Spule auf indukti- 
vcm Wcgc. Bci dcrartigcn Karten ist ini Rahmen des Her- 
stellungsprozesses nur eine Verbindung zwischen dem 
Chipniodul und der in den Kartenkorper eingebetteten Spule 
herzustellen. 

Nebeo diesen relativ einfach aufgebauten Karten fiihren 
die gesteigerten Einsatzmoglichkeiten von Chipkarten dazu, 
auch solche Chipkarten zu konzipieren, die weitere elektro- 
nische Bauelemente wie beispielsweise eine Tastatur und 
ein Display aufweisen und als sogenannte interaktive Chip- 
karten bezeichnet werden. Die zusatzlichen Bauelemente 
konnen unterschiedliche Bauhohen besitzen, aufgrund des- 
sen muB die Verbindung zwischen Tastatur, Display und in- 
tegriertem Schaltkreis innerhalb der Chipkarte auf relativ 
komplizierte Weise herbeigefiihrt werden. 

Aus der DE 197 10 144 A 1 ist bekannt, fur die Herstel- 
lung einer kontaklosen Chipkarte eine Spulentragerschicht 
mit darauf angeordneter Spule und Spulenanschlussen so- 
wie eine spulenanschluGseitig aufzubringende Abdeck- 
schicht und eine oder mehrere Dickenausgleichsschichten 
aufzubringen. 

Nachteilig an den bekannten Verfahren isU dass eine Kon- 
taklierung elektronischer Bauelemente nur auf der Ebene 
der Tragerschicht oder einer einzigen zur Tragerschicht par- 
allelen Ebene moglich ist. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, das gat- 
tungsgemaBe Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte so- 
wie eine nach dem Verfahren hergestellte Chipkarte so wei- 
terzuentwickeln, daB auf einfache Weise und somit beson- 
ders kostengiinstig auch interaktive Chipkarten hergestellt 
werden konnen. 

Diese Aufgabe wird im Zusammenhang mit den gattungs- 
bildenden Merkmalen durch die technische Lehre der An- 
spriiche 1 und 17 gelost. Dabei ist das Verfahren durch die 
nachfolgend beschriebenen Verfahrensschritte gekennzeich- 
net. Im Rahmen der Unteranspruche werden weitere vorteil- 
hafte und zweckmaBige Ausgestaltungen des Verfahrens 
aufgezeigt. Die Erlauterung der einzelnen Verfahrens- 
schritte erfolgt nachfolgend unter Bezugnahme auf die bei- 
gefugten Zeichnungen. 

Es zeigt: 

Fig. 1 eine Draufsicht auf eine erfindungsgemaBe Chip- 
karte. wobei die Oberflache an zwei Stellen zur Sichtbarma- 
chung der Tragerschicht fur die Leiterbahnen durchbrochen 
ist. 

Fig. 2 eine Schnittdarstellung der einzelnen Karten- 
schichten vor dem Laminieren in Explosionsdarstellung. 

Fig. 3 einen Schniu durch eine fenig laminierte Kane, 

Fig. 4 cincn Schnitt durch cine fcrtig laminierte Karte nut 
eingesetztem Chipmodul und 

Fig. 5-7 Schnittdarstellungen durch eine erfindungsge- 
maBe Karte, bei denen das einzusetzende Chipmodul mil 



den Kontaktflachen der Leiterbahntragerschicht und der 
Karte auf unterschiedliche Weise verbunden ist. 

Die durch das erfindungsgemaBe Verfahren hergestellte 
Chipkarte hesreht aus einem mehrschichtigen KunsLstoff- 
5 kartenkorper 1, in dem ein Chipniodul 2 und als weitere 
elektronische Bauelemente ein Display 3 sowie eine Tasta- 
tur 4 eingesetzt sind. Mit Hilfe der Tastatur 4 lassen sich 
kontrolliert iiber das Display 3 Infomiationen eingeben, 
welche im Chipmodul 2 verarbeitet und entweder direkt 
10 iiber Kontaktflachen am Chipmodul oder indirekt iiber eine 
innerhalb des Kunststoffkartenkorpers 1 eingebettete Spule 
an externe derate weitergegeben werden konnen. In der Fig. 
1 ist die Oberflache der Chipkarte an zwei Stellen durchbro- 
chen, urn innerhalb der Chipkarte auf einer Tragerschicht 
15 angeordnete Leiterbahnen 5, 6, die in der Abbildung in 
Form der Spule zur Datenubertragung ausgebildet sind, zu 
verdeut lichen. Das Chipmodul 2, das Display 3 und die Ta- 
statur 4 sind mit den Leiterbahnen durch metallische Kon- 
taktflachen 7 verbunden, die eine sehr viel groBere Ausdeh- 
20 nung aufweisen als die ubrigen Leiterbahnen innerhalb der 
Chipkarte. Leiterbahnen und metallische Kontaktflachen 7 
werden auf einer gemeinsamen Leiterbahn tragerschicht 8 
angeordnet. Die Herstellung der Leiterbahnschicht erfolgt 
iiblicherweise durch Heraussatzen der Kontaktflachen 7 und 
25 der Leiierbahnen aus einer eleklrisch leitend (vorzugsweise 
mil Kupfer) beschichteten Kunststoff-Folie. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren sieht nunmehr vor, zur 
Herstellung der in Fig. 1 dargestellten interaktiven Chip- 
karte sieben cinzelne Schichten zu einem Kunststoffkarten- 
30 korper 1 zu laminieren, Zu diesem Zweck werden zunachst 
zwei Abdeckschichten 10 und 11 iiber der Leiterbahntrager- 
schichl 8 an ihrer den elektronischen Bauelementen und 
dem Chipmodul zugewandten Oberseite piaziert, an der sich 
die Leiterbahnen 9 sowie die metallischen Kontaktflachen 7 
35 befinden. Uber den Abdeckschichten wird eine Dickenaus- 
gleichsschicht 12 piaziert und daruber eine karten vordersei- 
tige Deckschicht als Overlay. Auf der den Leiterbahnen und 
metallischen Kontaktflachen abgewandten Unterseite der 
Leiterbahntragerschicht 8 werden ebenfalls eine Dickenaus- 
40 gleichsschicht 12 sowie eine Deckschicht 14 angeordnet. 
Die Dickenausgleichsschicht 12 bestehl aus eine bedruckten 
Kunststoff-Folie, wahrend fur die daruber aufzubringende 
Deckschicht 14 transparenle Overlay-Folien eingesetzt wer- 
den. 

45 Wie aus der Fig. 2 deutlich hervorgeht, besitzt die Ab- 
deckschicht 10 mehrere Aussparungen 15, 15', die in ihrer 
Anordnung innerhalb der Abdeckschicht 10 mit der Anord- 
nung der metallischen Kontaktflachen 7 auf der Leiterbahn- 
tragerschicht 8 korrespondieren. Wahrend des Herstellungs- 
50 verfahrens wird die Abdeckschicht 10 so ausgerichtet, daB 
die entsprechenden Aussparungen 15 und 15' genau iiber 
den metallischen Kontaktflachen 7 liegen. 

Aus der Fig. 2 wird daruber hinaus deutuch, daB die uber 
der Abdeckschicht 10 plazierte Abdeckschicht 11 ebenfalls 
55 Aussparungen 16' aufweist. die analog zu denjenigen Aus- 
sparungen 15, 15' der Abdeckschicht 10 in ihre Anordnung 
ebenfalls an den metallischen Kontaktflachen 7 der Leiter- 
bahntragerschichl 8 orientiert sind. Allerdings besitzt die 
Abdeckschicht 11 im Gegensatz zur Abdeckschicht 10 iiber 
60 bestimmten metallischen Kontaktflachen 7 keine Ausspa- 
rung. Im Rahmen des Herstellungsverfahrens wird die 
zweite Abdeckschicht 11 uber der Leiterbahntragerschicht 8 
so piaziert, daB die korrespondierenden Aussparungen 16' 
und 15" ubereinander und uber einer metallischen Kontakt- 
65 flachc T angeordnet sind. 

Im darauffolgenden Herstellung sverfahrensschritt wer- 
den die ubereinander angeordneten sieben Schichten des 
Kunststoffkartenkorpers 1 in eine Laminationspresse einge- 
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legt. in der sie unier Druck- und WarmecinfluB miieinander 
verburiden werden. Bci dicsem LaminierungsprozeB werden 
die metallischen Koniaktflachen 7. 7 innerhalb der uber die- 
sen angeordneten Aussparungen 15 hzw. 15' und 16' soweii 
hochgedriicki, bis sie an einer Abdeckschicht 11 oder einer 
Dickenausgleichsschicht 12 zur Anlage kommen. Die me- 
tallischen Koniaktflachen 1, 7 befinden sich somit gegen- 
iiber der Leiterbahniragerschichl 8 auf unterschiedlichen Er- 
hohungen innerhalb des Kunsistoffkartenkbrpers 1, wie dies 
aus der Fig. 3 dcutlich hervorgeht. Die Verbindung zwi- 
schen den direkt auf der leiterbahntragerschicht 8 verblei- 
benden Leilerbahnen 9 und den hochgedruckten metalli- 
schen Kontaktflachen 7 ist durch das dehnbare Material 
Kupfer der Leilerbahnen hierbei nach wie vor gewahrleistet. 
Nach Beendigung des Laminaiionsprozesses besitzt die er- 
ftndungsgemaBe'Chipkane somit metallische Kontaktfla- 
chen 7. 7 und 7" auf drei verschiedenen Niveaus innerhalb 
des Kunststoffkancnkorpcrs 1. 

Der sich an den Laminationsvorgang anschlieBende wei- 
terc Verfahrensschritl der Herstellung sielu das Einfrasen 
von Aussparungen unterschiediicher Tiefe in den laminier- 
tcn Kunststoffkarienkorper 1 vor. wobei die innerhalb des 
Kartenkorpcrs 1 in verschiedener Tiefe befindlichen metalli- 
schen Koniaktflachen 7, 7 und 7" freigelegl werden. Die an- 
gehobenen metallischen Kuniaktflachen 7, 7 und 7" slellen 
beim Friisvorgang sicher, daB die direkt auf der Leiterbahn- 
iragerschichl 8 befindlichen Leilerbahnen 9 beim Frasvor- 
gang nicht beschadigt werden. 

Nach Beendigung des Frasvorganges befinden sich somit 
innerhalb des KunstsiofTkartenkorpers 1 mehrere Ausspa- 
rungen 17 unterschiediicher Tiefe, in die beispielsweise ne- 
ben dem Chipmodul 2 weitere elektronische Bauelemente 
wie beispielsweise das Display 3 oder die Tastatur 4 einge- 
setzt werden konnen, die bei unterschiediicher Bauhohe 
irotzdem aufgrund des erfindungsgemaBen Herstellungsver- 
fahrens nicht uber die Oberflache des Chipkartenkorpers 
vorstehen. Urn das Anheben der metallischen Kontaktfla- 
chen 7, und 7 zu begiinsligen, wird fur die Leiterbahntrager- 
schicht 8 ein KunsistofTmatcrial mit einer niedrigeren Form- 
bestandigkeit unter dem EinfluB von Druck und Warme ver- 
wendet als fur die Abdeckschichten 10, 11 und die daruber 
angeordnete Dickenausgleichsschicht 12. Die niedrigere 
Formbestandigkeit der Leiterbahntragerschicht 8 driickt 
sich in einer niedrigen Vicat-Erweichungstemperatur aus. 
Dies kann zum Beispiel dadurch bewirki werden, daB dem 45 
Kunststoffmaterial Fii list off artikel die die Formbestandig- 
keit erhohen, beigcmengl werden, wobei die Fullstoffkon- 
zentration der Leiterbahniragerschichl 8 geringer als die der 
ubrigen Schichien. 10, 11, 12 ist, wodurch eine geringere 
Formbestandigkeit der Leiierbahmragerschicht 8 erreicht 
wird. In einer bevorzugten Ausgestaltung bestehen die Kar- 
tenschichten aus thermisch nicht rekristallisierendem Poly- 
ester (Polyethylenterephthalt; PETG). Dieses Material ist 
urnweltfreundlich zu recyceln oder zu entsorgen. 

Statt der gleichen Verwendung eines Kartenmaterials fur 
alle Kartenschichten, jedoch mit unterschiediicher FiillstorT- 
partikelanzahl in der Leiterbahntragerschicht 8 kann es auch 
vorgesehen werden, fur die Leiterbahntragerschicht 8 einen 
ganzlich anderen Kunststoff als fur die Abdeckschichten 10. 
11 und die Dickenausgleichsschicht 12 zu verwenden - z. B. 
PVC fur die Leiterbahntragerschicht und Polykarbonat fur 
die Abdeckschichten 10 und 11 sowie die Dickenausgleichs- 
schicht 12. Die Vicat-Erweichungstemperaturen von PVC 
liegen je nach Art des Kunststoffs ca. zwischen 70 bis 80°C. 
wahrend die Vicai-Erwcichungstcmpcraturcn von PC jc 
nach Art zwischen ca. 120 und 130°C liegen. Die Dicke der 
metallischen Koniaktflachen 7 sowie der Leilerbahnen 9 be- 
tragt zwischen 20 und 80 urn, wohingegen die Dicke der 



Abdeckschichten 10, 11 im Bereich zwischen 40 und 
200 pm liegt. Auf jeden Fall ist die Dicke der metallischen 
Koniaktflachen 7 kleiner als die Dicke der Abdeckschichten 
10 und 11. 

Fur die Fonngesialtung der in den . V nieckschichten 10 
und 11 eingebrachlen Aussparungen 15, 15' und 16* hat sich 
eine kreisrunde Varianie als besonders vorieilhaft herausge- 
stellt. daruber hinaus sind naturlich auch viereckige oder an- 
ders ausgebildete GrundriBformen der Aussparungen 15, 15' 
und 16' denkbar. Die metallischen Kontakiflachen 7 sind als 
rechteckformige Gebilde gestaltet, wobei die Anordnung 
der Aussparungen 15. 15'. 16' und der Koniaktflachen 7 so- 
wohl mittig zueinander als auch auBermiitig ausgefuhrt sein 
kann, je nachdem wie dies der AnschluB der einzusetzenden 
elektronischen Bauteile und des Chipmoduls 3 erfordert. 

In der Fig. 4 ist in Schniitdarstellung beispielhaft eine 
Aussparung 17 innerhalb des Kunststoffkartenkorpers 1 dar- 
gcstcllu in die cin Chipmodul 2 cingesctzt ist. Das fur die 
Chipkarte verwendete Chipmodul 2 besieht aus einem er- 
sten Teil in Form eines GuBgehauses 20. welches die inte- 
grierte Schaltung 21 und die AnschluBleitungen 22 von der 
integrierten Schaltung 21 zu den AnschluBflachen 23 zur 
Verbindung mit den metallischen Kontakiflachen 7 auf- 
weist. Daruber hinaus weist das Chipmodul 2 einen zweiten 
25 Teil 25 auf, der uber den Rand des GuBgehauses 20 hinaus- 
ragt und die metallischen AnschluBflachen 23 zur Verbin- 
dung mit den Kontaktflachen 7 aufweist. 

Entsprechend der in der Fig. 4 dargestellten Form des 
Chipmoduls 2 wird die Aussparung 17 zur Aufnahmc des 
30 Chipmoduls 2 innerhalb des Kunststoffkartenkorpers 1 
zweistufig mit einer mittig in der Aussparung 17 liegenden 
Vertiefung 26 ausgestaltet , wobei die nach dem Frasvorgang 
freigelegten metallischen Kontaktflachen 7 auf den Auflage- 
schultem 27 der Aussparung 17 liegen. Das Chipmodul 2 
35 wird dann zumindest mit seinem uber das GuBgehause 20 
hinausragenden zweiten Teil 25 auf der ausgefrasten Aufla- 
geschulter 27 liegend nut dem Kartenkorper 1 vcrbunden, 
wobei eine elektrisch leitende Verbindung zwischen den 
AnschluBflachen 23 des Chipmoduls 2 und den korrespon- 
dierenden metallischen Kontaktflachen 7 hergestellt wird. 
Bei Verwendung von sehr flachen Chipniodulen kann auf 
eine zweistufige Aussparung mit zusatzlicher mittiger Ver- 
tiefung jedoch auch verzichtet werden. Die Verbindung der 
AnschluBflachen 23 des Chipmoduls 2 konnen uber einen 
elektrisch leitfahigen Kleber 28, einen LotprozeB oder durch 
VerschweiBung mit den metallischen Kontaktflachen 8 elek- 
trisch leitend verbunden werden. Dabei kann die elektrisch 
leitende Verbindung (z. B. bei der Verwendung spezieller 
Leitkleber) auch fur die mechanische Fixierung des Chip- 
moduls 2 im Kunststoffkartenkorper 1 ausreichen. Vorzugs- 
weise wird das Chipmodul 2 jedoch durch zusatzliche Kle- 
beverbindungen im Kartenkorper gehalten. 

In den Fig. 5 bis 7 sind unterschiedliche Arten des Kle- 
berauftrages dargeslellt. Die Fig. 5 beispielsweise zeigt eine 
Moglichkeiu den Leitkleber mit einem Dispenser vollfla- 
chig uber einen Bereich, groBer als die freigelegten metalli- 
schen Kontaktflachen 7, aufzubringen. Dies hat den Vorteil, 
daB der Steueraufwand fur den Kleberauftrag in vorteilhaf- 
ter Weise gering bleibt. Dem gegenuber werden in den Fig. 
6 und 7 jeweils nur ein Tropfen des leitfahigen Klebers auf 
die meiallischen Koniaktflachen 7 aufgebracht wobei in der 
Fig. 6 zusatzlich auf der Auflageschulter 27 der Aussparung 
17 Tropfen eines nicht leitenden Klebers zur sicheren Fixie- 
rung des Chipmoduls 2 im Kartenkorper 1 aufgebracht sind. 
Naturlich kann auch die Verwendung cincs HciBklcbcrs fur 
die Fixierung der elektronischen Bauteile innerhalb des 
Kunststoffkartenkorpers 1 vorgesehen sein. 
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1 Kunststoffkartenkorper 

2 Chipmodul 

3 Display 

4 Tastatur 

5 Leiterbahn 

6 Leiterbahn 

7, 7 meiailische Koniaktflache 

8 Leiterbahntragerschicht 

9 Leiterbahn 

10 Abdeckschicht 

11 Abdeckschicht 

12 Dickenausgleichsschicht 

14 Deckschicht (Overlay) 

15 Aussparung 
15* Aussparung 
16* Aussparung 
17 Aussparung 

20 GuBgehause 

21 integrierte Schaltung 

22 AnschluBleitung 

23 AnschluBflache 

25 Teit 

26 Veriiefung 

27 Auflageschulter 

28 Kleber 
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1 . Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte, die einen 
mehrschichtigen Kunststoffkartenkorper (1), einen in 
einem Chipmodul (2) angeordneten integrierten 
Schaltkreis und mindestens zwei weitere elektronische 
Bauelemente (3, 4), welche untereinander und/oder niit 35 
dem Chipmodul (2) durch auf einer Tragerschicht (8) 
angeordnete Leiterbahnen (5, 6, 9) und an den Leiter- 
bahnen angeschlossene metallische Kontaktflachen (7, 
7') verbunden sind, aufweist, mit folgenden Schritten: 

- Anordnen von mindestens zwei Abdeckschich- 40 
ten (10, 11) uber der Leiterbahntragerschicht (8) 

an ihrer den elektronischen Bauelementen (3, 4) 
und dem Chipmodul (2) zugewandten Oberseiie, 
wobei die Abdeckschichten (10, 11) jeweils mit 
Aussparungen (15, 15', 16') versehen sind, 45 

- Positionieren der Abdeckschichten (10, 11) 
uber der Leiterbahntragerschicht (8) dergestalt, 
daB die in den einzelnen Abdeckschichten (10. 11) 
befindlichen Aussparungen (15, 15', 16') uber den 
nietallischen Kontaktflachen (7, 7') und teilweise 50 
iibereinander angeordnet sind, 

- Plazieren mindestens einer die Abdeckschich- 
ten (10, U) uberdeckenden Dickenausgleichs- 
schicht (12), 

- Laminieren der iibereinandergelegten Karten- 55 
schichten in einer Laminationspresse unter 
Druck- und WarmeeinfluB, wobei die metalli- 
schen Kontaktflachen (7, 7) innerhalb der uber 
diesen angeordneten Aussparungen (15. 15', 16") 
der Abdeckschichten (10, 11) so weit hochge- 60 
druckt werden, bis sie an einer Abdeckschicht 
(10) oder einer Dickenausgleichsschicht (12) zur 
Anlage kommen, 

- Einfrasen von Aussparungen (17) unterschied- 
lichcr Ticfc in den laminicrtcn Kunststoffkancn- 65 
korper (1) nach dessen Entnahme aus der Lamina- 
tionspresse, wobei die innerhalb des Kartenkor- 
pers (1) in verschiedener Tiefe befindlichen nie- 



tallischen Kontaktflachen (7. 7') freigelegi werden 
und 

- Einsetzen des Chipmoduls (2) und der ubrigen 
elektronischen Bauelemente (3. 4) in die gefrasten 
Aussparungen (17) des Kanenkorpers (1) und 
Herstellung von elektrisch leitenden Verbindun- 
gen zwischen den Kontaktflachen (7, 7') und kor- 
respondierenden AnschluBflachen (23) des Chip- 
moduls (2) und der elektronischen Bauelemente 
(3,4). 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net. daB das Kunststoff-Material der Leiterbahntrager- 
schicht (8) eine niedrigerc Formbestandigkeit unter 
dem EinfluB von Druck und Warme aufweist als die 
Kunststoff-Materialien der Abdeckschichten (10, 11) 
und der daruber angeordneten Dickenausgleichs- 
schicht(en) (12). 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gckcnnzcich- 
net, daB die Leiterbahntragerschicht (8), die Abdeck- 
schichten (10. 11) sowie die Dickenausgleichsschicht 
(12) aus dem gleichen KunststofF beslehen. wobei der 
Kunststoff FullstofYarlikel aufweist, die die Formbe- 
siandigkeit erhohen, und die Fullstoffkonzentration der 
Leiterbahntragerschicht (8) und damit die Formbestan- 
digkeit dieser Schicht geringer als die der andercn 
Schichten ist. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
nel. daB der Kunststoff thernisch nicht rekristallisieren- 
des Polyester (Polyethylenterephlhall; PETG) ist. 

5. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Leiterbahntragerschicht (8) aus PVC und 
die Abdeckschichten (10, 11) und die Dickenaus- 
gleichsschicht (12) aus Pol ycarbonat bestehen. 

6. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnel. daB die Dicke der metalli- 
schen Kontaktflachen (7) auf der Leiterbahntrager- 
schicht (8) 20-80 urn betragi. 

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnel. daB die Dicke der Abdeck- 
schichten (10, 11) 40-200 urn betragt. 

8. Verfahren nach einem der vorsiehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Dickenausgleichs- 
schicht (12), die auf den Abdeckschichten (10, 11) an- 
geordnet isu bedruckt ist und auf der bedruckten Dik- 
kenausgleichsschicht eine weitere transparente Dik- 
kenausgleichsschicht (14) als Kariendeckschicht ange- 
ordnet ist. 

9. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daB die in den Kartcnkorper 
(1) eingefraste Aussparung (17) zur Aufnahme des 
Chipmoduls (2) zweistufig mil einer mittig in der Aus- 
sparung liegenden Vertiefung (26) und einer diese Ver- 
iiefung umgebenden Auflageschulter (27) ausgebildet 
wird, wobei die freigelegten Kontaktflachen (7) fur das 
Chipmodul (2) auf der Auflageschulter (27) angeordnet 
sind, und ein Chipmodul (2) verwendet wird, das aus 
einem ersten Teil in Form eines GuBgehauses (20), das 
die integrierte Schaltung (21) und die AnschluBieitun- 
gen (22) von der integrierten Schaltung zu den An- 
schluBflachen (23) zur Verbindung nut den metaili- 
schen Kontaktflachen (7) aufweist, und aus einem 
zweiten Teil (25) besteht, das uber den Rand des GuB- 
gehauses (20) hinausragt und AnschluBflachen (23) zur 
Verbindung mil den Kontaktflachen (7) aufweist, wo- 
bei das Chipmodul (2) zumindest mit scincm uber das 
GuBgehause (20) hinausragendem zweiten Teil (25) 
auf der ausgefrasten Auflageschulter (27) liegend mit 
dem Kartenkorper (1) verbunden ist und eine elektrisch 
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leitende Verbindung zwischen den AnschluBflachen 
(23) des Chipmoduls und den Kontaktflachen (7) der 
Leiterbahniragerschicht (8) hergesteUt wird. 

10. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichneu daB die AnschluBflachen 5 
(23) des Chipmoduls (2) mil den Kontaktflachen (7) 
tiber einen elektrisch leitfahigen Kleber verbunden 
sind. 

11. Verfahren nach eineni der vorstehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichneu daB das Chipmodul (2) to 
Liber den leitfahigen Kleber in deni Kanenkorper (1) 
mechanisch fixiert wird. 

12. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichneu daB das Chipmodul (2) zusatzlich zu dem leit- 
fahigen Kleber tiber eine Klebeverbindung in dem Kar- 15 
tenkorper (1) mechanisch fixiert wird. 

13. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 9, da- 
durch gekennzeichneu daB die AnschluBflachen (23) 
des Chipmodul (2) uber einen LotprozeB nut den Kon- 
taktflachen elektrisch leitend verbunden werden. 20 

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichneu daB das Chipmodul (2) uber die Lotverbin- 
dung gleichzeiug in dem Kartenkorper (1) mechanisch 
fixiert wird. 

15. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 25 
zeichneu daB das Chipmodul (2) zusatzlich zu der Lot- 
verbindung uber eine Klebeverbindung in dem Karten- 
korper (1) mechanisch fixiert wird. 

16. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichneu daB ein Chipmodul (2) 30 
verwendet wird, das neben den AnschluBflachen (23) 
zur elektrisch leitenden Verbindung mil den Kontakt- 
flachen (7) Flachen aufweist, die auf der den AnschluB- 
flachen (23) gegeniiberliegenden Seite des Chipmoduls 
(2) angeordnet sind und zur beruhrenden Energiever- 35 
sorgung und/oder zum Datenaustausch mil extemen 
Geraten dienen. 

17. Chipkarte, die nach dem Verfahren gemaB Patent- 
anspruch 1 hergesteUt ist, welche mindestens aufweist: 

- eine Leiterbahntragerschicht (8) mit darauf an- 40 
geordneten Leiterbahnen (5, 6, 9)und metalli- 
schen Kontaktflachen (7, 7'), wobei die Leiter- 
bahntragerschicht (8) im Bereich der metallischen 
Kontaktflachen (7, 7) zumindest teilweise unter 
Ausbildung hockeriger Erhebungen erhaben aus- 45 
gebildet isU 

- mindestens zwei auf der Leiterbahntrager- 
schicht (8) angeordnete, die Leiterbahnen (5, 6, 9) 
vollkommen abdeckenden Abdeckschichten (10, 
11), wobei die hockerartigen Erhebungen der Lei- 50 
terbahntragerschicht (8) im Bereich der metalli- 
schen Kontaktflachen (7, 7') in Aussparungen (15, 
15', 16') der Abdeckschichten (10, 11) zumindest 
teilweise in unterschiedlicher Hone im Quer- 
schnitt des Kartenkorpers (1) formschlussig ange- 55 
ordnet sind. 
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Abstract 
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